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쿨러(방열판)이란?

CPU에서 발생한 열을 효과적으로 배출하기 위한 필수 부품



목표

• 방열판을 다양한 형태로 모델링

• 최적의 성능을 낼 수 있는 설계 기준 정립



변수

• 방열판 개수

– 10, 20, 30개

• 방열판 두께

– 0.5, 1, 2mm

• 히트파이프 반지름

– 3, 5, 7, 9mm

• 히트파이프 개수

– 1, 2, 3, 4, 5개



모델링

• CATIA

• 고정값

– CPU 접촉부 부피
• 0.03^2*0.005 [m^3]

– 방열판 면적
• 0.1^2 [m^2]

– 전체 높이
• 0.125 [m]





해석

• COMSOL

• 조건

– Material : Aluminum

– Boundary Heat Source = 50000W/m^2

– Heat Flux h = 5W/m^2/K

– Convective Cooling h = 5W/m^2/K

– Temperature T = 293.15K



해석

• 성능 지수 (공학적 설계기준 : 비용)

→1/V*Max. Temp

Max. Temp ↓

Volume ↓ : 최적 조건



해석



해석



결과

• 성능지수와 냉각성능

–비례하지 않음

–똑같은 냉각성능을 적은 비용으로



결과

• 설계 기준(비용)
– 방열판 10개
– 두께 0.5mm
– 히트파이프 반지름 5mm
– 히트파이프 개수 4개

• 설계 기준(성능)
– 방열판 30개
– 두께 2mm
– 히트파이프 반지름 최대



문제점

• 실제 히트파이프 : 구리

• Heat Source의 부정확한 값

• 성능지수에 히트파이프 구리성분에 대한
값이 없음

• 냉각팬이 없음


